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内容概要

　　《数字集成电路设计：从VLSI体系结构到CMOS制造》从架构和算法讲起，介绍了功能验证
、vhdl建模、同步电路设计、异步数据获取、能耗与散热、信号完整性、物理设计、设计验证等必备
技术，还讲解了vlsi经济运作与项目管理，并简单阐释了cmos技术的基础知识，全面涵盖了数字集成电
路的整个设计开发过程。
　　本书既可以作为高等院校微电子、电子技术等相关专业高年级师生和研究生的参考教材，也可供
半导体行业工程师参考。
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